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Nagyfeladatok
1. Kristalynévesztési eljarasok dsszehasonlitasa, rajzzal
2. Tokozasi eljarasok, Hermetikus és nem hermetikus tokozasok 6sszehasonlitasa
3. Hullamforrasztas teljes szekvenciaja fellletszerelt alkatrészre, H6profil rajzolasa 6lmos
forrasz esetére
Kisfeladatok
1.




Csiszolas (lapping) mire j6 (3 indok)

Vezet6 ragasztok (a 2 fajtaja + az dsszetétellk)

Egykristaly/Polikristaly/Amorf anyag fogalma

Molekulasugaras Epitaxia (MBE) abra, rajz megadva, oda kellett irni hogy mi micsoda
Chip forrasztas elényei ragasztassal szemben (2 db)

Szelektiv hullamforrasztas rajzzal

0. 2 abra: egyiken egy beliltetett tokozott IC, masikon egy SMD ellenallas, oda kellett irni
a részek neveit
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